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1

Inventia se referd la procedecle de aplicare fara

curent a acoperirilor metalice functionale si poate fi
utilizatd in industria radiotehnica si electronica.
Procedeul de aplicare a acoperirii ce contine bor
include depunerea acoperirii la temperaturi ridicate
din solutie ce contine sulfat de nichel, dimetilamino-
boran, pirofosfat de kaliu si hidroxid de amoniu si
prelucrarea termicd ulterioard, totodatd solutia
contine suplimentar sulfat de cupru, acid malonic si
clorurda de plumb in urméitorul raport al
componentelor, g/l:
sulfat de nichel
sulfat de cupru

20,0...25,0
5,0...10,0

10

15

2
pirofosfat de kaliu 40,0...45,0
acid malonic 30,0...40,0
dimetilaminoboran 1,5...2,5
clorurd de plumb 0,005...0,010
hidroxid de amoniu pana la pH
(25%) 10,3...10,5,

depunerea se efectucazd la temperatura de
70...75°C, iar prelucrarea termicd ulterioard la
180...250°C timp de 40...80 minute.

Rezultatul inventiei constd in majorarea electro-
conductibilititii si a capacitatii de lipire.
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Descriere:

Inventia se referd la procedecle de aplicare fard curent a acoperirilor metalice functionale si

poate fi utilizatd in industria radiotehnica si electronica.

Este cunoscut un procedeu chimic de depunere a straturilor metalice ce contin bor realizat din
solutie de sare de nichel cu utilizarea dimetilaminoboranului (DMAB) in calitate de regenerator [1].
in calitate de substante tampon se utilizeazi o solutie tampon acetat, in calitate de ligand — acid lactic
si citrat de sodiu; procesul de depunere are loc la pH=5...7 i temperatura de 30...70°C. Insi acest
procedeu se caracterizeaza prin viteza joasd de depunere a acoperirilor, iar acoperirile nu poseda
proprietiti de lipire specifice pentru a fi folosite in radioelectronica.

in calitate de cea mai apropiati solutie serveste procedeul chimic de depunere a straturilor
metalice ce contin bor dintr-o solutie ce contine sulfat de nichel, dimetilaminoboran, pirofosfat de
kaliu si hidroxid de amoniu [2]. Insi acoperirile obtinute posedd electroconductibilitate slabi,
proprietati de lipire si rezistentd de contact joase si insuficiente pentru a inlocui aurul si alte metale
pretioase in radioelectronica.

Problema pe care o solutioneaza prezenta inventie consta in obtinerea unor acoperiri cu proprietati
de lipire si electroconductibilitate inalti, comparabile cu acoperirile galvanice din aur in scopul
inlocuirii lor.

Esenta inventiei constd in aceea cid procedeul de aplicare a acoperirii ce contine bor include
depunerea acoperirii la temperaturi ridicate dintr-o solutie ce contine sulfat de nichel, dimetilamino-
boran, pirofosfat de kaliu si hidroxid de amoniu si prelucrarea termica ulterioard, totodatd solutia
contine suplimentar sulfat de cupru, acid malonic si clorurd de plumb in urmdtorul raport al
componentelor, g/1:

sulfat de nichel 20,0...25,0

sulfat de cupru 5,0...10,0

pirofosfat de kaliu 40,0...45,0

acid malonic 30,0...40,0
dimetilaminoboran 1,5...2,5

clorurd de plumb 0,005...0,100,
hidroxid de amoniu (25%) péna la pH 10,3...10,5,

depunerea se efectueaza la temperatura de 70...75°C, iar prelucrarea termicd ultericard la
180...250°C timp de 40...80 minute.

Rezultatul inventiei constd in majorarea electroconductibilitatii si a capacitatii de lipire.

Dimetilaminoboranul (CH;),NBH, se dizolvd usor la addugarea in apd a alcoolului metilic sau
etilic, poseda proprietati inalte de regenerare si permite de a realiza depunerea chimica a acoperirilor
metalice in conditii stabile. Procesul de restabilire a metalelor in prezenta dimetilaminoboranului
poartd un caracter autocatalitic §i, in acelasi timp, regenerator, care include borul amorf in astfel de
acoperiri. De rand cu nichelul si borul se depune si cuprul, formand un aliaj chimic depus nichel-
cupru-bor. Acoperirile sunt de culoare roz pal i semimate.

Pirofosfatul de kaliu si acidul malonic au rolul de liganzi, formand complexe de nichel si cupru,
care, pe de o parte, previn cdderea in mediu alcalin a hidroxizilor acestor metale, iar pe de altd parte
previn reactia de regenerare in volum a acestor metale in forma dispersd si autodistrugerea solutiei cu
cdderea precipitatului. Continutul cuprului in acoperiri este de 5...7% de masd. Prezenta acidului
malonic asigurd majorarea continutului de bor in acoperiri, cantitatea ciruia atinge 12...14%.
Introducerea microcantitdtii de clorurd de plumb stabilizeaza conditiile de depunere a acoperirilor,
prevenind astfel autodistrugerea solutiei.

Aceste acoperiri reprezintd o solutie solidd suprasaturatd a borului in nichel si cupru. La
prelucrarea termicd la temperatura de 310...320°C se formeazi NiCuB, NiCuB, care majoreaza
duritatea acoperirilor, insd inrdutitesc proprietitile de lipire. Din aceastd cauzd este necesard
prelucrarea termicd pana la transformdrile fazice. Rezistenta electricd specificd a acoperirilor, supuse
prelucrdrii termice la temperatura de 180...230°C se afld in limitele (0,8...1,2)~10'4 Ohm-cm,
marimea rezistentei de contact este de 4,8...5,0 mOhm. Prioritatile mentionate precum si unghiul
marginal al umectdrii la utilizarea aliajului din staniu si plumb de tipul IIOC-61 si a decapantului
neactiv, fiind de 25...32°, fac acest material utilizabil in electronica.

Depunerea acoperirilor compacte se caracterizeaza prin omogenitate inaltd pe grosime, indiferent
de configuratia detaliilor. Ea poate fi aplicatd pentru acoperirea materialelor metalice cat si
nemetalice.
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Exemplu de realizare a inventiei
Se pregiteste solutia pentru depunerea acoperirilor din nichel-cupru-bor cu urmatoarea com-

pozitie, g/l:
sulfat de nichel 20,0...25,0
sulfat de cupru 5,0...10,0
pirofosfat de kaliu 40,0...45,0
acid malonic 30,0...40,0
dimetilaminoboran 1,5...2,5
hidroxid de amoniu (25%) pand la pH 10,3...10,5
clorurd de plumb 0,005...0,010,

apoi la temperatura de 70...75°C se depune pe probele din cupru si inox cu dimensiunile 25x25x5
mm, cu prelucrarea termicd ulterioard a acestora in mediu aerob la temperatura de 200°C timp de 60
min.

Viteza de depunere a fost aplicatd in dependentd de masa probei. Adeziunea acoperirilor s-a
determinat conform unghiului marginal de umectare a picdturii de aliaj de tipul IIOC-61 cu tem-
peratura de topire de 183°C si a decapantului neactiv de tipul @KJIII. Valoarea unghiului marginal al
umectdrii a fost determinatd la microscopul BMU-111.

Rezistenta electricd specificd a fost determinatd dupd metoda podului dublu pe suprafata
acoperirilor, cu grosimea de Sum, separat de baza din inox, utilizind miliohmetrul cu schema cu patru
contacte pentru a inlitura influenta rezistentei contactelor. Masurarea rezistentei de trecere s-a
efectuat cu o schema cu patru poli: printr-o pereche de contacte trece curentul, prin altd pereche trece
ciderea de tensiune.

Concomitent s-au efectuat méasurdtori cu probele obtinute conform celei mai apropiate solutii,
precum si cu acoperirile de aur, obtinute prin metoda galvanica.

Rezultatele masuratorilor sunt prezentate in tabel.

Tabel
Rezultatele experimentelor
Acoperirile cu Acoperirile cu Aurire galvanici (Au)
Nr. Parametrii Ni-Cu-B Ni-B (conform celei
(conform mai apr. sol.)
inventiei)
1 Viteza depunerii, 10 6 -
um/h
2 Unghiul marginal al 32 65 30
umectarii, 0°
3 Rezistenta  electrica 0,8...1,2 1,6...1,7 0,7
specificd, Ohm-cm
4 Rezistenta de contact, 4.9 7,6 4,5
mOhm

Cum urmeazd din datele obtinute, viteza de depunere in comparatie cu solutiile cunoscute a
crescut de circa 1,7...1,8 ori, adeziunea acoperirilor, determinatd conform unghiului marginal al
umectdrii, s-a majorat de 2 ori, rezistenta electricd specifica s-a micsorat de 1,5...2 ori, iar rezistenta
de contact s-a micsorat de 1,5 ori. Rezultatele obtinute sunt similare cu cele ale acoperirilor de aur,
ceea ce permite inlocuirea ultimelor in microelectronicd.
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(57) Revendicare:

1. Procedeu de aplicare a acoperirii ce contine bor, care include depunerea acoperirii la

temperaturi ridicate din solutie ce contine sulfat de nichel, dimetilaminoboran, pirofosfat de kaliu si
hidroxid de amoniu si prelucrarea termicd ulterioard, caracterizat prin aceea ca solutia contine
suplimentar sulfat de cupru, acid malonic si clorurd de plumb in urmétorul raport al componentelor,

g/l
sulfat de nichel 20,0...25,0
sulfat de cupru 5,0...10,0
pirofosfat de kaliu 40,0...45,0
acid malonic 30,0...40,0
dimetilaminoboran 1,5...2,5
clorurd de plumb 0,005...0,010
hidroxid de amoniu (25%) pand la pH 10,3...10,5,

depunerea se efectueazi la temperatura de 70...75°C, iar prelucrarea termicd ulterioard la
180...250°C timp de 40...80 minute.

(56) Referinte bibliografice:
1. Mankayc M., Bamsumc A. Xumuueckas MeTauIu3anmsl IulactMacce. JIeHmHrpan,

Xummug, 1972, ¢. 119-123
2. CupaBouHHK |'anbBaHOTeXHHKA. Mocksa, Metamtyprus, 1987, c. 382-394

Sef Sectie: GUSAN Ala
Examinator: EGOROVA Tamara
Redactor: LOZOVANU Maria

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuali
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisiniu, Republica Moldova



736/ FC/05.0/A/3/1/

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2004 0213
(22) Data depozit: 2004.09.08

(51)": C 23 C 22/63, 22/66
Alti indici de clasificare:

Titlul : Procedeu de aplicare a acoperirii ce contine bor

(71) Solicitantul : UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
Termeni caracteristici : Procedeu de aplicare a acoperirii ce contine bor
Crioco0 HaneceHus1 60pPCOEPKAEr0 NOKPHITHSI

1. Minimul de documente consultate (sistema clasificarii si indici de clasificare Int. CL (7)

MD baza de date 1994-2004
EA buletine oficial 1995-2004

SU colectia de certificate de autor 1970-1991

Int. C1.'C 23 C 22/63, 22/66

II. Documente considerate ca relevante

Categoria*
pasajelor pertinente

Date de identificare ale documentelor citate si indicarea

Numarul revendicarii
vizate

A
c. 119-123

I. HMankayc M., Bamxsumc A. Xumuueckas
MeTaumm3anus 1acrMace. Jlenunrpan, Xumus, 1972, | 1

2. CrpaBounuk ["anpBanoTexHuka, MOCKBa,
Mertamryprus, 1987, c. 382-394

[] Documentele urmitoare sunt indicate in
continuare a rubricii IT

] Informatia referitoare la brevete paralele se
anexeaza

* categoriile speciale ale documentelor
consultate:

P - document publicat inainte de data de depozit dar dupa
data prioritatii invocate

A - document care defineste stadiul anterior
general

T - document publicat dupa data de depozit sau a
prioritatii invocate, care nu apartine stadiului pertinent al
tehnicii, dar care este citat pentru a pune in evidenta
principiul sau teoria care confine baza inventiei

E - document anterior dar publicat la data de
depozit national reglementar sau dupd aceasta
data

X - document de relevantd deosebitd: inventia revendicata
nu poate fi consideratd noud sau implicand activitate
inventiva

L - document care poate pune in discutie data
prioritdtii invocate, poate contribui la
determinarea datei publicarii altor divulgari sau
pentru un motiv expres ( se va indica motivul)

Y - document de relevantd deosebitd: inventia revendicata
nu poate fi consideratd ca implicand activitate inventiva
cand documentul este asociat cu unul sau mai multe alte
documente de aceiasi naturd, aceasta combinatie fiind
evidentd pentru o persoana de specialitate

O - document referitor la o divulgare orald, un
act de folosire, la 0 expunere sau orice altd

& - document care face parte din aceiagi familie de
documente

Data finalizarii documentarii

2005.09.09

Examinatorul

EGOROVA Tamara




	Page 1 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DESCRIPTION
	Page 5 - SEARCH_REPORT

